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LIEIORTA DESCRIPTIVA
DE UTA PATERTE DE IHVENCiON, POR VEINTE AKOS EN ESPAFA, A PAVOR
DE CORNING GLASS WORKS, DE NACIONALTDAD NORTEAMERICANWA, RESIDENTE
EN CORNING (New=-York) U.S.A.

S0buzre:
"PROCEDILIENTO PARA LLEVAR A CABO LA OBTEHCION DE APARATOS DB
THIPEDAXCIAN,

Esta invencidn se refiere a elementos eléetricos y al méto-
do de hacerlos. I4s en particular la preseunte invencidn se refie-
re a unos apzratos de impedancia y a un método de fabriearlos y
encapsularlos o cerrarlos hermetlcamente, pero de ningﬁn modo se
limita a eso.

Log aparatos de impedancia, tales como resistencias, conden-
sadores o inductores generalmente se encapsulan para proveer al
elemento de unas barrera térmica, 0 para protegerle del ataque de

una humedod excesiva o del dafio gue pudiera ocasionarle la corro-

gidn, o para realizar la funcidn de aislar electricemente al ele—
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mento de otros elementos adyacenﬁes, 0 en clertas aplicaciones,
pudiéndose servir todas éstas funciones.

Parzs moyor sencillesz, el nuevo procedimiento y el producto
de éste invencidn se describird en témminos de une resisiencla
encapsulzda que es la versidn preferida; sin embargo, no se pre-
tende gque la invencidn se limite a éste resistencia.

Tos métodos anteriores para hacer resistencias y encapsular—
las, calan en tres categorias generales, la priiera de las cuales
es un método de impregnacidn segln el cual el elemento de resis~
tencia se recubre con un material impregnador dieléetrico fldido
o semi~-flliido, y después se le deja que se endurezca en torno al
cuerpo del elemento pars presentvar el revestimiento protector une
cesario. Otro médtodo supone el encerrar hermeticamente el ele-
mento de resistencia en un recipiente en el que se puede hacer el
vacio o llenarlo con un gas o atmdésferas inerte. En el tercer mé-
todo se dispone una cemiss de vidrio u otro material andlogo en
torno al elemento de resistencia y después se encaja por varios
medios para formar un revestimiento adherente.

Cualquiera de éstos métodos tiene varios inconvenientes par-
ticularmente cuando se necesitan elementos de resistencla pequefios,
de precisidn, de poca tolerancia de baja cargebhmica; ademds de
que son caros requieren unas tapas para establecer el contacto
eléctrico entre las conexiones y el elemento de resistencia, y és~
tas tapas ocasionan sbultamientos y formss irregulares, aprisio-
nan aire debajo del revestimiento y ofrecen una unidn débil entre
las conexiones y el elemento de resistencia; estdn sujetas a va-
riaciones en la resistencia debido a la fabricacidn e inclusidn
en capsulas de las resistencias a elevadas temperaturas, no son
adecuados para. formsr resistencias cuyo elemento no sea substan—

cialmente mayor que la conexidn, y todavia presentan otros incon-
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Un objeto de esta invencidn es presentar una resistencia ce-

venientes,

rrada herméticamente de bajo costes

Otro fin de la presente invencidn es ofrecer una resistencia
cerrada herméticamente, caracterizada por su alto grado de exacti-
tud, reproductibilidad y de seleccidn,

Otro objeto es proporcionar una resistencia herméticamente ce-
rrada que se caracteriza por lo fécil que resulta su fabricacidns

TPodavia otro fin es presentar una resistencia herméticamente
cerrada que se distingue por la fuerza con que estdn conectadas lag
conexiones con el elemento de resistencia.

En términos generales seglim la invencidn se fabrica e incluye
en una cépsula un dispositivo de impedancia eléetrica utilizando un
elemento de impedancia, disponiendo un par de conexiones contiguas
a los extremos de dicho elemento a lo largo de su eje longitudinal,
haciendo girar a dicho elemento y a las referidas conexiones en tor
no a dicho eje longitudinal, aplicando buen material conductor de
la electricidad a cads unidn de dicho elemento con las conexiones,

y pulverizando vidrio fundido sobre dicho elemento y sobre una par-
te de dichas conexiones para fdrmar un revestimiento impermeable,
adberente. y continuo con 1o que dicho revestimiento mantiene a las
referidas conexiones en contacto eléctrico con dicho elemento a tra-
vés del citado material conductor.

Otros fines, caracteristicas y ventajas de la presente inven-
cién descubrirdn los expertos en la materia en el curso de la siguier
te descripecidn detallada y en los dibujos adjuntos en los qué se
ilustran, a titulo de ejemplo meramente ilustrativo, la versiones
preferidas de esta invencidn.

La figura 12, es una vista en seccidn transversal de una resis-

tencip acabada,tipica, preparads de acuverdo con la invencidn.
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La figura 228, es una vista en secclénzéranSVersal dgzuna re-
sistencia que ilustra otra versidn de esta invencidn.

Lo figura %2, es una visba en seccidn transversal de una re-
sistencia que incorpora todavia otra versién de la misma invencién.

Da figura 42, es una vigba en seccién transversal de un con-
densador formado de acuerdo con la invencidn.

Ia figura 5%, es un grifico de flujo que ilustra las diversas
fases del método de esta invencidn, donde:

(1) es la colocacién del elemento de impedancia.

{2) es la disposicidn de conexiones contiguas a los extremos
del aparato.

(3) giro de las conexiones en el aparato en torno al eje lon-
gitudinal.

(4) aplicacidn de bandas conductoras.

(5) pulverizacién de vidrio fundido mediante chorro o corrien-
te de plasma.

Con referencia a la figura 12, en ella se presenta un elemen—
$0 (10) de resistencia que'comprehde wn substrato dieléctrico maci-
%0 en cuya superficie se deposita una pelicula (12) buena conducto-
ra de la electricidad de wn 8xido metdlico o andloga. Ia pelicula
(12) conductora de la electricidad puede adoptar la forms de espi-
ral para ofrecer las caracterisiicas eléctricas deseadas.

Ias conexiones (14) de la resistencia estén dotadas de unos
extremos de contacto adecuados tales como discos (16), y a estos
discos se les aplica una capa (18) de un material adecuado para li-
gar. En lo sucesivo la palabra conexidn se referird a la conexidn
propiamente dicha junto con un disco ¥y un material aglutinante ad-
herido - en el caso de usarse alguno —.El elemento de resistencia
se puede formar con un substrato dieléctrico, tal como vidrio u otro

material andlogo, en forma de prisma, cilindro o algo parecido, en
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el que se deposita la referida pelicula conductora de la electri-

cidad. Bl material agluttinante de la capa (18) puede ser una peli-

cula fina de vidrio adherida al disco y después fundida al elemen-

to de resistencila.

La continuidad eléctrica entre el elemento de resistencia y
las conexiones (14) se obtiene aplicando una banda continua (20)
de un materisl buen conductor en cada extremo del elemento (10) y
en los bordes del disco (16). Este materid buen conductor puede
ser una frita de plata en un vehiculo o un material aglutinante
adecuado, plats fundida pulverizada u otro andlogo. Uno que esté
femiliarizado con este arte puede féeilmente escoger un material
conductor apropiado.

Bl elemento de resistencia (10) y una porcidén de las conexio-
nes esgtén cerrados herméticamente mediante un revestimiento (22)
que comprende un material dieléctrico impermeable tal como vigrio.
Ta composicidn del revestimiento de vidrio 'no es esencial con tal
que sea dieléctrica, impermeable y compatible con el elemento de
resistencia y las conexiones. Uno que esté familiarizado con el ar
te puede con facilidad escoger un materlial de revestimiento adecua-
do, un material aglutinante y un material para el subgtrato apro=-
piadose.

Bl revestimiento (22) se aplice mediante inyectores o pulve=
rizadores de plasma en forma de particulas fundidad que se las ha-
ce chocar contra la superficie del elemento (10). Para evitar va-
riaciones o desviaciones de la resistencia durante la fabricacién
o encapsulacidén, el referido revestimiento(22) se biene que apli-
car con rapidez y uniformidad. Para ello, al referido elemento de
resistencia y a las conexiones antes citadas se les hace girar en '
torno a su eje longitudinal mientmwas las referidas particulas cho-

can contra la superficie en cuestidén. Estas particulas permanecen
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en estado de fusidn hasta que fluyen juntas péfa forﬁaf'uh reves=
timiento continuo fino(22). De las particulas fundidas se pasa su-
ficiente calor para fundir las bandas de material conductor (20)
con dicho elemento y con los referidos discos, asi como para fun-
dir la capa de vidrio (18) (si la hubiera) al substrato del elemen—
to (10), o para fundir dicho disco directamente al citado elemento.

En la solicitud pendiente de Robert i, Johnson, nlmero de se-
rie 242.491 se describen inyectores de plasma adecuados y un méto-
do para introducir material para encapsular en polvo en la corrien-
te de plasma; esta solicitud se incorpora a la presente por refe-
rencia.

Se ha comprobado que une resistencia fabricada de acuerdo con
el método de esta invencidn, como se ha bosquejado snteriormente,
‘tiene una superficie lisa, no tiene aire aprisionado debajo del re-
vestimiento, se puede reproducir con facilidad, tiene un alto gra=-
do de seleceidn y posee una fuerza de ligazdn entre las conexiones
v el elemento de resistencia excepcionalmente grande, y presenta
otras muchas ventajas.

Ia figura 28, ilustras otra versibén de esta invencidn.El ele-
mento de resistencia (24) estd formado por un substrato tubular(26)
al que se le aplice una pelicula (28) buena conductora de la elec=-
tricidad como la que se ha descrito anteriormente. Ias conexiones
(30) estdn formadas con unos discos (32) y a estos discos se les
fijan unas clavijas (34) précticamente concéntricas. Las clavijas
(34) tienen un didmetro practicamente igual al hueco interior del
substrato tubular (26). ZPor consizuiente, cuendo se montan las
conexiones (30) con el elemento (24), las clavijas (34) se intro-
ducen en dicho hueco con lo Que se forma una estructura rigida y
fuerte. En 1a unidn entre el elemento (24) y los discos (32) se

aplican unas bandas de materisl conductor, ¥y después &e aplica un
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revestimiento (38) como el que se ha’descrité en réléoién con la
Tigura 18.

Con referencia a la figura %8, en ella se vé que cuando un
elemento de registencia (4Q) tiene un diametro tan pequeflo que
es casi igual al didmetro de las conexiones ,se puede encapsular
facilmente segin el método de la presente invencidn. A las co-
nexiones (42) se las puede formar con une muesca (44) en torno a
uno de sus extremos. Entonces se puede aplicar la banda (46) de
materiel conductor a los extremos del elemento (40) extendiéndose
sobre una parte de la conexidn (42) contigua al elemento (40) pa
ra ssegurar una continuidad eléctrica entre ellos. Se puede aplicar
un revestimiento (48), como el descrito mds arriba, que se extien-
da desde la mucsca (44) de una de dichas conexiones y por encima
del elemento (40) hasta la muesca (44) de la otra conexidn. Al so-
lidificarse el revestimiento (48) se contrae y queda en compre-
sidn con 1o que sujeta las conexiones (42) firmemente contra los
extremos del elemento (40),

Con referencia a la figura 4%, en ells se ve que se pueden
encapsular un condensador apilado formado por umas placag (50) y
(52), separzdas por capas de un material dieldetrico (54) y pro-
visto de conexiones (56), aplicdndole un revestimiento (58) segin
la invencidén como se ha descrito mds arriba.

Se desprende ficilmente que también se puede formar un elemen-
to induetivo y encapsularlc de acuerdo con esta invencidn,

Aungue la presente invencidén se ha descrito con reépec&o a
unos detalles especificos de ciertas versiones de la misma, no se
pretende que tales detalles impongan unos limites al alcance de la
invencidn, salvo en cusnto los establezcan las siguiente reivindi-
caciones.

NOTA

4 ) »
En resumen; la presente solicitud, recaerd sobre las siguien—
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tes reivindicaciones: ,

18,-Procedimiento psra llevar a cabo la obtencidén de aparatos
de impedancia, caracterizado porque comprende el poner un elemento
de resistencia pricticamente cilindrico; proporcionar un par de co-
nexiones cada una de las cuales con una capa de vidrio adherida a
un exbtremo de las mismasy disponer dichas conexiones con las refe-
ridas capas de vidrio contiguas a los extremos de dicho elemento,
a lo largo de su eje longitudinal; hacer girar a dicho elemento y a
las conexiones en cuestidn en torno al eje longitudinal antes ci=-
tado; aplicar material buen conductor de la electricidad en cada
unidn de dicho elemento con dichas conexiones; proporcionar una co-
rriente o chorro de plasma; introducir vidrio en polwo en dicho cho
rro de plasma haciendo cue las particulas de vidrio se fundan; di-
rigir dicho chorro de plasma con las referidas particulas de vidrio
fundido contra el citado elemento y contra una porcidén de dichas
conexiones, haciendo que dichas particulas fundidas choquen contra
dicho elementc y contra la referida porecidén de las conexiones para
former un revestimiento impermegble, continuo y uniforme; las ci-
tadas particulas fundidas transfieren calor suficiente a través de
dichas conexiones para fundir las referidas capas de vidrio a dicho
elemento, y, enfriar dicho revestimiento,

28,~Procedimiento para llevar a cabo la obtencidn de aparatos
de impedancia, caracterizado porque comprende el proporcionar un
elemento de resistencia practicamente cilindrico; disponer un par
de conexiones contiguas a los exiremos de dicho elemento a lo lar-
go de su eje terminal; hacer girar a dicho elemento y a las cone-~
xiones citadas en torno al referido eje longitudinal; aplicar un
material conductor § cade unidn de dicho elemento con las referi-
das conexiones; proporcionar un chorro de plasma; alimentar a dicho

chorro de plasma con vidrio en polvo haciendo que las particulas de
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vidrio se fundan; dirigir dicho c¢horro de plasma con las citadas
particulas de vidrio fundido hacis dicho elemento y una parte de
dichas conexiones para que chogue con ellos y forme un revesti=-

miento impermeable, continuo y uniforme, y enfriar dicho reves-
timiento con lo que éste mantiene a las conexiones antes citadas
en contacto eléetrico con dichos elementos.

38 ,~ Procedimiento para llevar a cabo la obtencidén de apara-
tos de impedancia, caracterizado porque comprende el proporcionar
un elemento de impedancia; disponer un par de conexiones contiguas
a los extremos de dicho elemento a lo largo de su eje longitudi-
nal; hacer gsirar dicho elemento y las conexiones referidas en tor-
1o a dicho eje longitudinal; aplicar material conductor a cada ~
unidén de dicho elemento con dichas conexiones, y aplicar vidrio
fundido a dicho elemento y a una porcidn de dichas conexiones pa~
ra formar uwn revestimiento impermeable, adherente y continuo con
Jlo que el referido revestimiento mantiene a dichas conexiones en
contacto eléetrico con dichos elementos.

48, Procedimiento para llevar a cabo la obtenciéh de apara-
tos de impedancia, caracterizado porque el aparato logrado come-
prende un cuerpo de resistencia que lleva un revestimiento de un
dxido metdlico aplicado a un substrato viireo que tiene una forma
practicamente cilindrica; un par de conexiones cada una de las cug
les dotada de un disco en uno de sus extremos, dichas conexiones
estdn dispuestas con los referidos discos contiguas a los extremos
de dicho elemento a lo largo de su eje longitudinal; una banda de
material conductor dispuesta en torno a la unidn de dichos discos
con el referido elemento, y un revestimiento impermeable, adheren-
te ¥ continuo de vidrio pulverizado sobre dicho elemento y sobre
una porcidn de dichas conexiones; lag referidas conexiones se man-

tienen contiguas a dichos extremos-por medio de dicho revestimien
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to0- en contacto eldetrico con dicho elemento medisnte las citadas
bandas de mabterial conductor.

2,~ Procedimiento para llevar a cabo la obtencidn de apara-
tos de impedancia, caracterizado porque el aparato citado compren
de wna capa de vidrio adherida a la porcidn de dicho disco que es
4 en contacto con el elemento, y las conexiones antes citadas se
funden g dicho elemento; un elemenio de impedancia escogido entre
el grupo foimado por resistencias, condensadores e inductores; un
par de conexiones dispuestas contiguas a los extremos de dicho
elemento a lo largo de su eje longitudinal; unas bandas de mate~
rial conductor.dispuestas en torno a la unidén de dicho elemento
con dichas conexiones, y un revestimiento impermegble adherente
vy continuo de vidrlio aplicado a dicho elemento y a una porcidn de
dichas conexiones, estas conexiones se mantienen contiguas a di=-
chos extremos y en contacto eléctrico con dicho elemento a través
de dichas bandas de material conductor por medio del referido re-
vestimiento, .

628 ,~- "PROCEDIIIIEHTO PARA TILBVAR A CABO ILA OB3TENCION DE APA-
RAROS O ILPEDANCTIA®,

Seglin se.describe en la presente memoria que consta de diez

hojas escritas a miquina y dibujos.

Madrid,
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